Blyfribetraktninger 231025 < Noﬁéﬁfﬁﬂ“

Norautron

Blyfr1 fra 1. Juli 2006 (RoHS Directive)

Blyfrispokelset skremmer ikke oss, som har veert pa kurs!!!  (Illustrasjon Hytek)
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https://www.norautron.com/

Kurser og seminarer Crorautron
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process salutions
5-6 oktober Seminar / Workshop for
_ Norwegian SMT Engineers
Lars-Gunnar Klang 227 February 2006

Cross Technology Solutions AB

2006-10-06 ® Lars-Gunnar Klang CROSS
Technology Solutions

Overgangen til blyfri lodding
av elektronikk reiser mange spersmal
og far konsekvenser for alle som er involvert i

prosessen med a utvikle og produsere kretskort.



SINTEF IKT dag.ausen@sintef.no Norteam Electronics AS eord.opdahl@norteam.as

Kurser og seminarer Simrad Egersund oy sandvold@simrad.com

: : DEFA ulf.fieldberg@defa.com
Axx jell.aune@ : : — : ;
Hytek Oktober 04 Me;ﬁ;” Eet" a;litr:foessn " Asti (Trondheim industier) asle kvernmark@asti.no

Innhered Produkter arne@ipas.no Noca Assembly arild.hassel@noca.no
Hadelandprodukter bijornm@hapro.no Lyng Elektronikk magne.killingberg@lyng.no
Elko svend-kristian.martinsen@elko.lxg.com Hadelandprodukter sveinkharo.no

Kitron Arendal eva.vins kitron.com

Kitron Arendal elin.sohus@kitron.com Pmpartner on.braadland ropartner.com

Nera Networks stad@networks.nera.no Totenprodukter arnfinn.boe@topro.no
Astvedt AS tko@aai.no Norautron torgrim.nordhus@norautron.no

Motivert gjeng kiar til innsats, fra venstre mot hoyre: Ulf Fjeldberg (Defa), Asle Kvernmark
(Asti), Georg Oppdahl (Norteam), Magne Killingberg (Lyng), og Jens T. Andersen (Hytek).




Blyfriplan:

Komponenter:

Blyfritilpassing Norautron mail4

Status maskiner og utstyr:

Beflowma=kinerx Fardig tilpas=et.

Ezlgelcddema=kin Ombygging=kitt komplett mad I motorex: EUR
17.500, 00T tillegg kommer montering og
ombygging. Dette mi gij@res ar ssarvicemann
fra Er=a.

Deette kaster ELRL 1200,00 pr. dag + rese ag ogphald

Katlet e ulem voon For bytle av grde. Denne ar ikke klar bos Eras ennd.

Blyfri ma=kimn mi Ejspes inn.
Evt mi vi bygge cm Inartacan.

Selektir loddema=kin

EGEE rework OR

Loddesta=joner Egne =pis=er beor benyttes=

Montering=maskiner O
Pa=tatrykkere QK
Bontgen/tastot=tyr OF Ekm-

Ravarer:

Elyfrie tinnbarrer for belgelodder og =salektiv maskin mid kjspes inn. Dette

er mellom dobbelt og tre ganger =& dyrt =om dagens= tinn/bly blanding.
Elypfripas=ta ar i dag =srert dyr, men pri= vantes 3 redossras ressntlig.

Fluo== ingen forandring i pri=, type flu=s= har sr=rt my= i =i for
lodderaszltat. Forssk mi gijores.

Fomponentlevarandsrer ar i £2ll gang med 3 innfare blyfri fortinning for
alle komponenttyper. Jist ut er GEA—pakker.

Fjemi=k tinm er den =tore vinnerem.

| >Emnd) .
Fomponenter mi beskyttes bedre mot fukt, d.v.s. lagring md skje i =t
Elimakontrollert miljs.

Behovr for baking/terking for montering vil ske vesantlig.

"Zamlae" komponenter ber cnngies.

For=t inn, for=t wt, prin=ipp mi kindhevas =trengt, =srlig ofm.

Med komponenter m3 man vere klar cver at lagringstiden redusaras,

Hye= krar forar og=si til at komponenter mi merkes fra leverandsr.

Mgnsterkort:

Stmrre krav til kvalitet,
Storre krar til lagring. Hoen legerings=typer blir mindre fordelaktige =om
fz@lge av heyere pro=zs=stemperatur. Les Hikkel/guoll og kjemis=k tinn.

Hot air Jlepelling leveress med kun tinn, men vil trolig bli svert populex.

heyere TG punkt, mer uotsatt for delaminering.

Produksjonsforsgk:

For=sk med blyfripa=ta (fire forskjellige fabrikater),
halrpart ar joni.
Dette blir trykking, profilering og montering av bestykket kozxt.

D=t fass =ikte pid & produ=ere opp moen Fpllbe=trkkeds kort, hrorar noen
mandes til Hytek for verifisering.

giores i foarste

D=t Laes= oged =ikte pd 4 gjennomfore belgelodding hos "vennligsinnat"
konkurrent, etter soomerferie.
Zalg bor gi ot mot konder for 3 fri=te med pilot=erie.

Merking:

Man mi vere klar over at det vil innfores krav til merking av blefriskort .
Det eksisterer i dag flere varianter av slike merkex.

Pb-Free

Fizure 3 — Ph-Free identification label




Prosesskompabilitet 2004

Moisture/Reflow

IPC/JEDEC J-STD-020C Sensitivity Classification

July 2004 for Nonhermetic

Supersedes IPC/JEDEC J-STD-020B Solid State Surface
July 2002

Mount Devices

Alle fire hjgrner av
silisiumskiven har
omfattende skader.
BGA pakker ma
skrotes og kostnad
dekkes av Norautron

For & holde orden pa fukt og lagring innfares merking av MS level
(fuktfelsomhetsnivd) pa alle "dyre” komponenter i IFS, level 2A / 3 eller hgyere.

Norautron
an EMBRON Company &

Ved ROHS prosesskompatibel produksjon er det ekstremt viktig at komponentene
lagres, bakes og behandles i.h.t. IPC JEDEC 020D.

Hvis ikke kan det ga slik:

BGA pakke pd BSP67 som "buler” s& mye pa grunn av fuktskade at de ytterste
kulene nesten ikke har kontakt med mgnsterkortet.

Legg merke til hvor mye disse
pakkene har "blast” opp.

Delaminering i senter av BGA grunnet fuktskade.

Utbuling av pakke farer til at BGAkulene i senter av pakken blir flatklemte og
kortsluttes.

BGA kuler pa venstre side lgftes nesten klar av mgnsterkortet av samme grunn.



Prosesskompabilitet 2004 (orautron

Komponenter ma ikke bare vaere ROHS kompatible, de ma ogsa vaere
ROHS prosesskompatible.

Det hjelper ikke oss hvis stoffene de bestar av er lovelige, sa lenge de
ikke taler a bli loddet i en hgyere prosesstemperatur.

IPC/JEDEC J-STD-020C

July 2004

Supersedes IPC/JEDEC J-STD-020B I
July 2002 relil —

-

Ia-—d\"‘-

Moisture/Reflow
Sensitivity Classification
for Nonhermetic

Solid State Surface
Mount Devices




Merking: |IPC-1066 (2004)

7
u RoHS

Compliant

Liten "e” med et tall etter benyttes ogsa ofte for a angi fortinningstype,
(IPC-1066)

el —SnAgCu
e2 — Other Sn alloys (1e. SnCu, SnAg, SnAgCuX, etc.) (No B1 or Zn)
e3—Sn

e4 — Preplated (1e. Ag, Au, NiPd, NiPdAu)

e5 —SnZn, SnZnx (no Bi)
e6- contains Bi

Eksempel:

Ordering of exclusively lead-free products (100% Sn):
All lead-free products needs to be ordered by using a new combined part number for the body sizes 0402 to 1206 with the
addition of the suffix “e3” indicating lead-free. For example:

D12/CRCWO0805 100 10K 1% 100 ET1 e3 4¢——

NORAUTRON
LS Process

/¢ 2 Level Interconnect j

(Til venstre) Merkelapp pa alle
ROHS og blyfrieproduserte
kretskort pa Norautron

Solder Balls or
Lead-Finish
Package
Solder Paste
PCB |
Wave Solder
| 1’ PC-1066-4-1

Figure 4-1 2™ Level Interconnect

Dolphin BGA merket "e1” med ring rundt.

BGA kulene bestar da av SAC305, smeltepunkt 217°C.



Merking 2004

Norautron

an EMBRON Company &

2rderable Device Status m Package Package Pins Package Eco Plan @ LeadiBall Finish MSL Peak Temp [‘“_
Type Drawing aty
ADSTEOTP ACTIVE PDIP NT 28 13 Green (RoHS & CUMNIPDAL N/ A for Pkg Type
no SkBr)
ADSTEOTFE ACTIVE FDIP NT 28 13 Green(RoHS & CUNIPDAU N/ Afor Pkg Type
ne ShBr)
ADSTA0TPG4 ACTIVE FDIP NT 28 13  Green (RoHS & CUNIPDAU M/ Afor Pkg Type
o Shigr
ADSTEOTU ACTIVE S0IC ow 28 28 Pb-Free CUMIPDAL  Level-3-260C-188 HR
I — I:HDHS] _—
i ADSTAOTUMEK ACTIVE S0I1C oW 28 1000 Green (RoHS & CU MNIPDAL  Level-3-260C-168 HR
no SEVEr)
ADSTI0TUMKES ACTIVE 50IC oW 28 1000 Pb-Fres CUNIPDAU  Level-3-280C-188 HR
(RoHS)
ADSTAOTUB ACTIVE S0IC oW 28 28 Green (RoHS & CUNIPDAL  Level-3-280C-188 HR
no ShiBr)
ADSTBOTUBMEK ACTIVE ={alls ow 28 1000 Ph-Free CUNIPDAU  Level-3-260C-188 HR
(ReHS)
. o
Alle nye komponenter som kommer inn pa lager merkes med redt ROHS ;WWWUB”“E‘ ACTIVE  SoIC ow #1000 Fhfree  CUNIPORU. Lewer3:260C188 HR
o . .
merke med strek over, eller gront ROHS merke. Nar originalembalasjen ADSTE0TUBES ACTIVE  SOIC ow 28 28 Green(RoHS & CUNIPDAL Level-3-260C-168 HR
Q. = z no SkiBr)
kastes har man et problem..... Husk ogsa: First in first out. E
ADSTEOTUE4S ACTIVE S0IC oW 28 28  Green (RoHS & CUNIPDAL  Level-3-280C-168 HR
no SkBr)

Komponenter man ikke “rekker” & bruke opp fra lageret fgr kunden
konverterer ma dessverre kastes.

level fortinning av bena og maksimal loddetemperatur.

Eksempel fra datablad pﬁ 28 soic, all relevant informasjon er gitt, c:-gs§ MS




Mensterkortutfordringer 2006

Fig. 43
Mikroskopi af udvalgt omrade fra mi-
kraclih af kretckart tvpe

1937-0513” mon-
sterkort Lot.No.0513.

Efter lodning hos Norautron.

Pos.:

Mikroskopi X500

ot

o L T ST

Afbrydelse mellem inderlag og
hulplettering.

@24 RoHS
S94V-0

2406

-

L

Fig. 4.5

e

Mikroskopi af udvalgt omrade fra mi-
kroslib af kretskort type
T T T 7T T T5937-0513” men-

——

Efter lodning hos Norautron.

Pos.:

Mikroskopi X100

Padlifting og afbrydelse af inderlag
efter handlodning hos Norautron

(loddeside).

Generelt for alle de undersogte
handloddede forbindelser.




Selektiv Bly og Blyfri i parallell (2011 ﬁt

an EMBRON Company &

Tekniske momenter rundt Ersa Versaflow 3/45

Maskin inneholder en hgypresisjons drape jet fluss stasjon pa inngangen.

Deretter programmert forvarme og loddepotte i to identiske trinn.

Hver av de to pottene er satt opp som tvillingpotter der legering (ROHS evt. tinn/bly), avgjor
hvilke potter som skal benyttes. Totalt fire potter.

Ingen tid gar tapt pa pottebytter.

ROHS og Ikke ROHS jobber kan kjgres om hverandre uten omstillingstid.



Termisk avkobling (orautron

Energy transfer into a solder joint with 100% connection to a copper layer Energy transfer into a solder joint with heat trap present

FhG ISIT

N L LERE

Massive heat flow into Cu-layer Reduced heat flow into Cu-layer

/> kurtz ersa St © by Ersa G| HP Soldering Masier_2016-119pt | ATJFR 141120 / Kkurtz ersa

Seiteds @ by Ersa GmioH| HIMP_Soldering Master_2016-11ppt | ATJFR14.1120
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Termisk avkobling, hulldiameter € Norautron

Ratio of diameter pin — through-hole

Hole sizes and tolerances

200

3 hPa

g 150

£ 100
z

IPC-2222 Table 93 : o & =

Max Lead + Level = Min Hole 8

Level A | LevelB | Level C 0

0.25 02 015 0.3. 04 0.5 mm 0.6
gap width
capillary gap

Minimum Hole Size

Maximum Lead Diameter . . .
Pad Diameter To increase the transfer of heat into the plated through-hole, it is recommended to

work on the upper limit of the capillary gap.

Table 9-5 PTH Diameter to Lead Diameter Relationships, mm [in]

Lead Diameter Level A Level B Level C
Maximum hole to min- | No greater than 0.7 [0.028] over | No greater than 0.7 [0.028] No greater than 0.6 [0.024] over
mum lead diameter minimum lead diameter over minimum lead diameter minimum lead diametar
Minimum hole to maxi- | No less than 0.25 [0.0098] over | No less than 0.20 [0.0079] over | No less than 0.15 [0.006] over
mum lead diameter maximum lead diametar maximum lead diameter maximum lead diameter




Termisk avkobling Corautron

INERTEC GmbH - Machine Concept Norautron - ActiveFlow

We didn’t got more then 75%
on the ground pin of the
capacitors...

Reason for that is that the
hole of the ground pin is not
produced like IPC standard —
the diameter of the hole is to
small.

If we could increase the hole
of the pin we could achieve
the 100% top side filling.




«Varmesensitive» komponenter «Lavtemperaturpasta» Norautron

S1812R €&
S1812 @G

Shielded Surface Mount Inductors

220
Actual Size
200

U

180

Current Rating at 90°C Ambient 35°C Rise
Maximum Power Dissipation at 30°C 0.278 W
Marking API'SMD; inductance with units and tolerance

followed by an S; date code (YYWW.L). Note: An R before
the date code indicates a RoHS component.
Example: S1812R-102K
APVSMD
ljl> 1.0uH£10%S

R 0743A

160

140 +

120

100

Temperature (°C)

80

60 ]

40

20

' I ot N N ' ' I L N ' ' ' I ' ' ' ! ' ' I ot N N ' ' I L N N ' ' I ' N '
00:00.00 00:30.00 01:00.00 01:30.00 02:00.00 02:30.00 03:00.00 03:30.00 04:00.00 04:30.00 05:00.00 05:30.01
Time (mm:ss.t)




Fluss: «Gammel» IF 2005C / «Ny» IF2040 (ORLO) Froraueren

2/17/2015, 09:53




Kobberbalansering Friorsutron

an EMBRON Company &

® Prevents twist & bow of the circuit board.

Design example of copper areas

OK Better Perfect

Without fill/grid Filled areas



https://www.multi-circuit-boards.eu/en/pcb-design-aid/copper-balance.html
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Plasttype i konnektorhus Crorautron

* Type plast i plastkomponenter, (konnektorhus), bgr tale en varm loddeoperasjon !

Identical connector on same product, same i
brand, not melted, PBT plastic -

JST soldered 6 pin 001 jog

Operating Temperature -25t0 105 °C

Max Processing Temp 240]260]265

Housing Material Polybutylene Terephthalate

2000 pm




Sp@rsmal ? (orautron

Questions Welcomed

; /
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